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(54) Bezeichnung: Ein miniaturisiertes mit SM-Technologie bestückbares optoelektronisches Bauelement und
Verfahren zur Herstellung dieses Bauelements

(57) Hauptanspruch: Ein auf SM-Technologie basierendes
optoelektronisches Bauelement mit:
einem elektrisch leitenden Rahmen (1), der als Grundmate-
rial für die Bestückung verwendet wird,
mindestens ein optoelektronischer Chip (3), der auf das
Grundmaterial aufgesetzt ist; und
einer elektrischen Verbindung zwischen dem optoelektroni-
schen Chip (3) und dem elektrisch leitenden Material (1) mit-
tels Verdrahtungsmittel (6);
Lötstützpunkten die Teil des elektrisch leitenden Rahmens
sind und die am Boden und Seitenteilen des Bauelements
zugänglich sind,
eine Reihe von in den elektrisch leitenden Rahmen eingear-
beiteter Rillen und Flügel zum Verstärken einer Verankerung
und zum Minimieren des Eintretens von Schichtspaltung,
wobei sich zur Bildung eines Flügels eine umlaufende Flä-
che des Rahmens von einer unteren Basisfläche des Rah-
mens zu einer oberen Fläche des Rahmens nach außen er-
weitert, derart, dass sich eine Ausbuchtung zur Aufnahme
einer Harzmasse bildet,
wobei der elektrisch leitende Rahmen mit einer harten durch-
sichtigen oder Licht durchlässigen Harzmasse eingeschlos-
sen ist, um das...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
mit Surface Mount Technologie bestückbares opto-
elektronisches Bauelement.

Technologischer Hintergrund

[0002] Heutzutage sind viele verschiedene Arten
von mit SM-Technologie bestückbaren optoelektroni-
schen Bauelementen erhältlich. Im allgemeinen kön-
nen sie in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Die
erste Hauptgruppe bezieht sich auf die auf PCBs
montierten mit SM-Technologie bestückbaren opto-
elektronischen Bauelemente. Diese Arten von opto-
elektronischen Bauelementen werden häufig in we-
niger anspruchsvollen Anwendungen wie Unterhal-
tungselektronik eingesetzt. Als Beispiel dienen die
0603 Chip LED-Produkte, die heute erhältlich sind.
Ein PCB wird als Grundmaterial verwendet. Metal-
lisierte Bahnen und Lotflecken werden für Chip-Be-
festigung, Drahtanschluss und Verlöten der Lötstifte
bereitgestellt. Dieses optoelektronische Bauelement
stellt ein einfaches Mittel zur Verfügung, um kleine
Baugrößen und niedrige Höhenprofile zu erzielen. Es
hat jedoch seine eigenen Grenzen. Wärmeableitung
ist aufgrund der schlechten thermischen Leitfähigkeit
des PCB-Materials beschränkt. Außerdem sind die
Produkte bei Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
störanfällig.

[0003] Die zweite Gruppe bezieht sich auf mit SM-
Technologie bestückbare optoelektronische Bauele-
mente, die auf Leiterrahmen aufsitzen. Dieser Typ
optoelektronischer Bauelemente ist in anspruchsvol-
leren Anwendungen aus Industrie und Automobil-
bau weit verbreitet. Ein klassisches Beispiel sind die
PLCC2 und PLCC4 Bauteile. Im US 6 459 130 B1
wird von Arndt et. al. Beschrieben, dass ein opto-
elektronisches Bauelement mit einem Leiterrahmen
als Grundmaterial zur Bestückung verwendet wird,
Kunststoff wird auf den Rahmen eingegossen, um ein
Gehäuse für die Bauteile und eine Eintiefung für die
Befestigung des Chips bereitzustellen. Anschließend
wird klares oder mattes Harz in die Eintiefung gegos-
sen, um Lichtwellenübertragung zu ermöglichen. Der
Stützrahmen ragt aus dem Gehäuse und wird gebo-
gen und geformt, um als Lötpunkt zu dienen. Dieser
Typ optoelektronischer Bauelemente stellt gute Ro-
bustheit und eine gute Fähigkeit zur Wärmeableitung
bereit. Aufgrund der Einschränkungen bei der Verar-
beitung ist jedoch der Grad der möglichen Miniatu-
risierung begrenzt. Die Anforderung eines reflektie-
renden Gehäuses und geformter Lötpunkte limitiert
jedoch die Miniaturisierung des optoelektronischen
Bauteils.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Entsprechend wird ein miniaturisiertes mit
SM-Technologie bestückbares optoelektronisches
Bauelement bereitgestellt. Das optoelektronische
Bauelement beinhaltet ein elektrisch leitendes Mate-
rial, das eingesetzte Material wird als Grundmateri-
al für die Bestückung verwendet, mindestens einen
optoelektronischer Chip, der auf das Grundmaterial
aufgesetzt ist, sowie eine elektrische Verbindung zwi-
schen dem optoelektronischen Chip und dem elek-
trisch leitenden Material mittels Verdrahtungsmitteln
(6), wobei das Grundmaterial in eine harte durchsich-
tige oder Licht durchlässige Harzmasse eingeschlos-
sen ist, um die Aussendung oder den Empfang von
Lichtwellen mittels des optoelektronischen Bauele-
mentes zu ermöglichen.

[0005] Das Bauelement dient für hochintegrierte An-
wendungen, bei denen Größe ein kritisches Merkmal
darstellt. Die Erfindung ist auch hinsichtlich der Wär-
meableitung leistungsfähiger, da ein dickes Grund-
material als Wärmesenke beim vorliegenden Design
verwendet wird.

[0006] Die vorliegende Erfindung besteht aus ge-
wissen neuen Eigenschaften und einer Verbindung
von Bauteilen, die nachfolgend in den beiliegen-
den Zeichnungen vollständig beschrieben und veran-
schaulicht werden und die insbesondere in den bei-
liegenden Ansprüchen herausgestellt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Zum Zwecke einer Vereinfachung des Ver-
ständnisses der Erfindung wird die bevorzugte Aus-
führung davon in den beiliegenden Zeichnungen ver-
anschaulicht, aus deren Untersuchung im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung die Erfin-
dung, ihr Aufbau und Betrieb und viele ihrer Vortei-
le unmittelbar zu verstehen und anzuerkennen sein
werden.

[0008] Fig. 1 ist ein zweidimensionaler Blick auf
ein miniaturisiertes mit SM-Technologie bestückba-
res optoelektronisches Bauelement;

[0009] Fig. 2 ist eine Querschnittzeichnung des mi-
niaturisierten mit SM-Technologie bestückbaren op-
toelektronischen Bauelementes und veranschaulicht
den Aufbau innerhalb des optoelektronischen Bau-
elementes;

[0010] Fig. 3 ist eine Querschnittzeichnung des mi-
niaturisierten mit SM-Technologie bestückbaren op-
toelektronischen Bauelementes entsprechend den
bevorzugten Ausführungen der vorliegenden Erfin-
dung optional mit einem Reflexionsschirm;
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[0011] Fig. 4 ist ein zweidimensionaler Blick auf das
miniaturisierte mit SM-Technologie bestückbare op-
toelektronische Bauelement entsprechend den be-
vorzugten Ausführungen der vorliegenden Erfindung
mit einem linsenförmigen Aufbau.

[0012] Fig. 5 ist ein zweidimensionaler Blick auf das
miniaturisierte mit SM-Technologie bestückbare op-
toelektronische Bauelement entsprechend den be-
vorzugten Ausführungen der vorliegenden Erfindung
mit einer mehrfachen Linsenstruktur;

[0013] Fig. 6 ist eine zweidimensionale Bauteilzeich-
nung mit mehrfachen Lötstützpunkten.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungen

[0014] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein mit SM-Technologie bestückbares optoelektroni-
sches Bauelement. Ab hier beschreibt diese Spezi-
fikation das optoelektronische Bauelement entspre-
chend den bevorzugten Ausführungen und mit Refe-
renz auf die beiliegenden Zeichnungen. Bezugneh-
mend auf die Zeichnungen basiert das optoelektroni-
sche Bauelement auf der Surface Mount Technolo-
gie. Ein elektrisch leitendes Material (1), vorzugswei-
se ein Metallrahmen, dient als Grundmaterial für die
Bestückung. Ein optoelektronischer Chip oder Chips
(3) wird (werden) auf das Grundmaterial oder optio-
nal innerhalb der Eintiefung montiert. Das gesamte
Grundmaterial wird dann von einer harten durchsich-
tigen oder Licht durchlässigen Harzmasse (4) einge-
schlossen, so dass Lichtwellen durch dieses Materi-
al ausgesendet oder empfangen werden können. Der
Einschluss im Harz schützt den optoelektronischen
Chip von der äußeren Umgebung.

[0015] Lötstützpunkte (8) auf externe Untersysteme
wie PCB werden vom Grundmaterial selbst bereit-
gestellt. Die Lötpunkte (8) sind Teil des elektrisch
leitenden Rahmens (1) und sind auf der Untersei-
te und den Seitenabschnitten des optoelektronischen
Bauelements positioniert. Die Stützpunkte (8) befin-
den sich mit dem Einschlussmaterial auf der glei-
chen horizontalen Ebene. Darüber hinaus ragen die
Lötstützpunkte nicht über den äußeren Umfang des
Bauelements, welcher durch das Einschlussmateri-
al geformt ist, hinaus. Abhängig von den Anforde-
rungen der Anwendung ist eine verschiedene Anzahl
von Lötstützpunkten möglich. Um die Lötstützpunk-
te zu erzeugen ist kein mechanischer Formungspro-
zess erforderlich. Diese Eigenschaften ermöglichen
kleine Baugrößen und ebenso Bauteile mit einer gro-
ßen Anzahl von Lötstützpunkten, welche bereitge-
stellt werden können, ohne durch Anforderungen des
Formungsprozesses oder durch die Ausdehnung ge-
setzte Grenzen vorgegeben zu sein.

[0016] Der elektrisch leitende Rahmen (1), vorzugs-
weise Metall, ist durch eine Reihe von in das Grund-
material eingearbeiteten 'Rillen' und 'Flügeln' (7) fest
in die Harzmasse (4) eingebettet. Diese Eigenschaf-
ten erhöhen die Verankerung des Rahmens und mi-
nimieren infolgedessen das Eintreten von Schicht-
spaltung zwischen Harzmasse und Rahmen. Dies
ist wichtig, weil Schichtspaltung eine der Grundursa-
chen für Produktversagen gewesen ist.

[0017] Optional kann eine Eintiefung (2) in den elek-
trisch leitenden Rahmen eingearbeitet werden. Diese
Eintiefung kann durch Stanzen, Ätzen oder Kleinst-
bohren eingearbeitet werden. Ein optoelektronischer
Chip kann dann in die Eintiefung eingesetzt werden,
wobei die Eintiefung als Reflektor zum Kolliminieren
der vom Chip ausgesendeten Strahlen dient.

[0018] In einer anderen Ausführung kann eine Lin-
senstruktur (5) als Teil des Einschlussmaterials inte-
griert werden. Dies kann erzielt werden, indem sie in
das Design der entsprechenden Druckgussform für
den Einschlussprozess implementiert wird. Es kön-
nen verschiedene Designs für die Linsen verwendet
werden, um das gewünschte spektrale Lichtwellen-
muster zu erhalten.

[0019] In einer anderen Ausführung kann auch ei-
ne mehrfache Linsenstruktur integriert werden, um
verschiedene funktionale Zwecke zu erzielen. Elek-
trische Verbindung(en) zwischen dem Chip und dem
Grundmaterial wird (werden) durch einen metalli-
schen Draht oder Drähte (6) bereitgestellt.

Patentansprüche

1.  Ein auf SM-Technologie basierendes optoelek-
tronisches Bauelement mit:
einem elektrisch leitenden Rahmen (1), der als
Grundmaterial für die Bestückung verwendet wird,
mindestens ein optoelektronischer Chip (3), der auf
das Grundmaterial aufgesetzt ist; und
einer elektrischen Verbindung zwischen dem opto-
elektronischen Chip (3) und dem elektrisch leitenden
Material (1) mittels Verdrahtungsmittel (6);
Lötstützpunkten die Teil des elektrisch leitenden Rah-
mens sind und die am Boden und Seitenteilen des
Bauelements zugänglich sind,
eine Reihe von in den elektrisch leitenden Rahmen
eingearbeiteter Rillen und Flügel zum Verstärken ei-
ner Verankerung und zum Minimieren des Eintretens
von Schichtspaltung,
wobei sich zur Bildung eines Flügels eine umlaufen-
de Fläche des Rahmens von einer unteren Basisflä-
che des Rahmens zu einer oberen Fläche des Rah-
mens nach außen erweitert, derart, dass sich eine
Ausbuchtung zur Aufnahme einer Harzmasse bildet,
wobei der elektrisch leitende Rahmen mit einer har-
ten durchsichtigen oder Licht durchlässigen Harz-
masse eingeschlossen ist, um das Senden und Emp-
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fangen von Lichtwellen durch das optoelektronische
Bauelement zu ermöglichen,
wobei die Lötstützpunkte nicht über den äußeren Um-
fang des Einschlussmaterials hinaus ragen.

2.    Das optoelektronische Bauelement nach An-
spruch 1, wobei der elektrisch leitende Rahmen vor-
zugsweise ein Metallrahmen ist.

3.    Das optoelektronische Bauelement nach An-
spruch 1, wobei eine Linsenstruktur (5) als Teil des
Einschlussmaterials vorgesehen ist.

4.    Das optoelektronische Bauelement nach An-
spruch 1, wobei eine mehrfache Linsenstruktur als
Teil des Einschlussmaterials vorgesehen ist.

5.    Das optoelektronische Bauelement nach An-
spruch 1, wobei in dem elektrisch leitenden Rahmen
eine Vertiefung geformt ist, welche zum Befestigen
des optoelektronischen Chips in der Eintiefung ver-
wendet wird und welche als Reflektor dient.

6.   Verfahren zum Herstellen eines optoelektroni-
schen Bauelements basierend auf SM-Technologie,
umfassend die Schritte:
– Bereitstellen eines Metallrahmens (1), wobei Löt-
stützpunkte von dem Metallrahmen selbst bereitge-
stellt werden,
– Montieren eines optoelektronischen Chips (3) auf
dem Metallrahmen,
– wobei eine Reihe von Rillen und Flügeln (7) zum
Verstärken einer Verankerung und zum Minimieren
des Eintretens von Schichtspaltung in den Metallrah-
men eingearbeitet wird,
– wobei zur Bildung eines Flügels eine umlaufende
Fläche des Rahmens von einer unteren Basisfläche
des Rahmens zu einer oberen Fläche des Rahmens
nach außen erweitert wird, derart, dass sich eine Aus-
buchtung zur Aufnahme einer Harzmasse bildet, und
– Einschließen des gesamten Metallrahmens von ei-
ner harten durchsichtigen oder Licht durchlässigen
Harzmasse (4), so dass Lichtwellen durch die Harz-
masse ausgesendet und empfangen werden können
und die Lötstützpunkte nicht über den äußeren Um-
fang der Harzmasse hinaus ragen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei eine Linsen-
struktur (5) als Teil des Harzmaterials integriert wird,
indem die Linsenstruktur in das Design der Druck-
gussform für den Einschlussprozess integriert wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei eine Eintie-
fung (2) in den Metallrahmen mittels Stanzen, Ätzen
oder Kleinstbohren eingebracht wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei ein optoelek-
tronischer Chip (3) innerhalb der Eintiefung montiert
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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